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児童などの点呼用「ＢＬＥＡＤTM−Ｃ」販売開始及び 

体験モニター募集のお知らせ 

 

株式会社芳和システムデザイン（本社 東京都大田区、 代表取締役 大崎芳貴）は、

「iOS7」に搭載された近距離データ通信新機能「iBeacon®（アイビーコン）」に対応し、  

遠距離用に BLEADTM-B より出力を上げた BLEADTM-C を販売します。 

児童に持たせた BLEADTM-C が半径約５０〜１００m の中から離れると iPhone からアラー

ムが鳴り、アプリケーションの表示は、圏内の児童の人数と名前を遠い順など、設定した順

に並べ全員圏内に居るか一目で確認出来るようになっています。 

アプリケーションは無料の為、BLEADTM-C を購入するだけで、ご使用が可能となります。 
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~ MORE ~ 

ＢＬＥＡＤ−Ｃ（ブリード・シー） 

 

記 

 

製品の概要 
Beacon モジュールは、iOS（iOS7 以降）と Android（4.3 以降）で利用でき到達距離

約 50m〜100m（状況により近い距離で圏外と判定される場合があります）に対応、直径 5cm

重量 21g と小型軽量で、コイン型電池 CR2450 を使用し、約半年バッテリ交換無しで連続

動作し、絶縁シートを同梱している為、未使用時のバッテリ消費を抑える事が出来ます。 

内蔵するスイッチによりバッテリ残量が LED で確認出来ます。 

2014 年 5 月 13 日で出荷を開始、2014 年 6 月末より月産 5000 個で量産します。 

使用用途は、幼児の散歩、学校の遠足、少年サッカー、少年野球、観光バスの点呼など

様々な、用途が考えられます。	
 

 

製品仕様 
・	
 サイズ：直径 50mm×高さ 16.3mm 
・	
 色：オフホワイト 
・	
 重量：約２１ｇ（CR2450 込み） 
・	
 到達距離：約５０〜１００m 
・	
 電源：CR2450 （１個付属） 
・	
 電池寿命：約半年 
・	
 製造：ホシデン株式会社様 
・	
 対応 OS：iOS7 以降、Android4.3 以降 
 

参考販売価格 

○BLEADTM-C １０個 19,800 円（税抜き） 

個人や少量でも販売致しますので、メールにてお問い合わせください。 

 

無料体験モニター募集 

   １００個の BLEADTM-C を、無料体験モニターの方に、お貸し出しします。 

   返却時に、感想等アンケートに答えて頂く事が条件となります。 
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出展情報 

・２０１４年３月２１日秋葉原にて開催された日本 Android の会主催の、ABC2014Spring

で行われた第１回 OBFT（Open Beacon Field Trial）にて、試作品の BLEADTM を

提供させて頂きました。 

・今後開催予定の第 2 回以降の OBFT には、サンプル版を設置させて頂きますので、

BLEADTM を購入せずにフィールドテストにて試験が可能です。 

・ワイヤレスジャパン２０１４年５月２８日～３０日に、ホシデン株式会社様と共同出展します。 

・ワークスタイル変革ＥＸＰＯ２０１４年 7 月１６日～１８日に出展します。 

 
各社の商標または登録商標 

・「iOS」及び 「iBeacon」は、Apple Inc.の登録商標です。 

・「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。  

・「Bluetooth」は、Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。 

 

お問い合わせ 

連絡先 blead@houwa-js.co.jp までお願いします。 

お電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。 

 

会社概要 

   （１） 商号       株式会社芳和システムデザイン 

   （２） 代表者      大崎 芳貴 

   （３） 本社所在地   東京都大田区南雪谷１－１６－８ 

   （４） 設立年月日   2002 年 9 月 

   （５） 主な業務内容  システム開発、パッケージ開発・販売、各種機器の製造・販売 

   （６） 資本金      1,000 万 

以上 


